
 

Ⅱ

차세대 반도체 패키징 분야에 대한 다양한 고객사 제품의 시제품 제작 및 개발 과제를 

수행하는 테스트베드 기업임. 

최근 첨단 반도체 패키징은 고속처리 및 경박단소에 따른 I/O 단자 증가의 요구에 따라 

마이크로범프를 적용한 어드밴스드패키징 제품 개발 및 검증 요구가 많아지고 있으며, 

이에 당사 보유하고 있는 설비 및 인프라를 활용하여 소,부,장 및 OSAT 기업의 빠른 

협업 및 컨설팅을 통해 기술 개발을 지원하고 있음. 

최근에는 반도체 패키징 위탁 교육 사업도 함께 병행함으로써 국내 반도체 패키징 

저변확대 및 경쟁력 강화에 기여를 행하려고 노력하고 있음. 
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